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前  言
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柔性半导体集成电路弯曲试验方法

1 范围

本文件规定了柔性半导体集成电路弯曲试验方法的一般要求和试验项目。
本文件适用于柔性半导体集成电路在筛选或质量鉴定试验时所需开展的弯曲试验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T4937(所有部分) 半导体器件 机械和气候试验方法

GB/T12750 半导体器件 集成电路 第11部分:半导体集成电路分规范(不包括混合电路)
T/CIE198 柔性半导体集成电路可靠性试验规范

3 术语和定义

GB/T4937(所有部分)和GB/T12750界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
柔性芯片 flexiblechip
无机半导体材料制造的未封装芯片,其厚度一般不大于50μm。

3.2
柔性半导体集成电路 flexiblesemiconductorintegratedcircuit
由柔性芯片经过柔性封装得到的应对外部机械应力具有机械柔韧性的集成电路。

4 一般要求

4.1 试验项目

柔性半导体集成电路在筛选或质量鉴定试验时所需开展的弯曲试验项目包括:

a) 静态弯曲;
b) 动态弯曲。

4.2 试验条件

4.2.1 试验环境

4.2.1.1 弯曲试验环境要求应符合:

a) 电测试环境温度25℃±2℃,其他试验环境温度25℃±10℃;
b) 环境气压86kPa~106kPa;
c) 环境湿度20%~80%。
注:若环境湿度不影响试验结果,可不考虑。
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